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集積化ＭＥＭＳとは、半導体加工技術により微小
な機械構造・センサ・回路を集積化する高付加
価値エレクトロニクス技術であり、我が国の次世
代革新的製造技術・省エネデバイス技術として
期待されている。ところが従来研究では応用ごと
の開発的要素が強く、設計・製造技術の標準
化や理工学としての体系化が後れていた。

集積化ＣＭＯＳ−ＭＥＭＳ技術の標準化
ＣＭＯＳ回路とＭＥＭＳ機構の各技術レイヤー
において整合性のよい標準的なインタフェース
技術を確立し、従来よりも容易に集積化ＭＥＭ
Ｓを実現する統合設計・製作手法を構築した。

光ＭＥＭＳの実用化
出口研究として高速ＭＥＭＳ光スキャナを波
長可変レーザーに応用し、世界に先駆けて医
療用光断層計測装置（ＯＣＴ）の光源として
実用化した。

集積化ＭＥＭＳ統合設計技術
電気回路シミュレータ上でマイクロアクチュ
エータの運動方程式を解く等価回路モデルを
考案し、一般的に使える集積化ＭＥＭＳの統
合設計手法を新たに構築した。

従来の集積化ＭＥＭＳでは、電気系と機械系の
機能融合に関する見通しが悪く、材料・製造技
術・信号インターフェース・統合設計の各段階で
技術の摺り合わせが必要である。そこで本研究
では、解析手法と製造手法を標準化することで、
集積化ＭＥＭＳデバイスの設計から製造・評価を
見通しよく実施する技術体系を構築する。
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特記事項：高速ＭＥＭＳ光スキャナによる波長可変光源を医
療用ＯＣＴ顕微鏡に実用化

年間１兆個ものセンサを使って医療・ヘルス
ケア・流通・農業・社会インフラを支援するト
リリオン・センサ時代が来ると言われており、
集積化ＭＥＭＳ技術は、各種センサ・無線通

信モジュールの小型高性能化に貢献する。
特に、センサノードを電池から解放するＭＥＭ
Ｓ型エナジー・ハーベスタへの応用展開が急
がれる。

集積化ＭＥＭＳ技術の体系化

高速ＭＥＭＳ光スキャナの医療用診断装置への応用

電気回路シミュレータ上で動作する集積化ＭＥＭＳシミュレータ


